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会议纪要
	会议编号：ADIV-RIRF-20251030M01

	会议名称
	环高频系统项目内部工作例会
	主持人
	周泽然

	会议时间
	2025年10月30日
14.00-15.30
	会议地点
	2号楼2层会议室

	与会人员
	唐靖宇（线上）、韦业龙（线上）、周泽然、孙立、王成哲（线上）、熊子彧、张超、王宏晋、黄鹏彬、张子硕、曹泽鑫

	请假
	

	会议议程
	1. 常温高频腔和低电平部分相关工作汇报
2. 会议总结

	会议内容及决议
	会议听取相关课题研究人员对目前研究进展做出汇报总结，形成如下工作部署：
课题组1（高频腔）：
1. 汇报了目前TM020型常温高频腔的加工进展（柱体精铣断面台阶、水槽、水孔、螺孔；接口法兰镀镍；端板法兰精铣内外径、台阶、断面；方波导零件精加工；鼻锥、束管下料；线切割高次模安装槽）
2. 主腔体目前已经完成半精加工，下一步将换机床对腔体侧面的调谐孔、耦合孔、真空孔、PICKUP口进行半精加工，然后等待焊接。
3. 与低电平组共同和厂家沟通了腔体温度和水路温度流量传感器的选型，腔体温度传感器选用PT100铂热电阻温度传感器，水路温度流量传感器采用PF3W720-F04-KT-M，厂家正在进行采购。
4. 双馈腔完成了初步机械模型加工（内部共设置24路水，腔体两侧各8路，两个输入耦合器各4路），正在进行热应力计算。
课题组2（低电平）：
1. 对低电平控制系统进行了整体介绍，包括相位参考线系统、低电平系统和高频连锁系统。
2. 对频率综合机箱电路进行优化，改善了低电平系统所需的所有频点相噪。其中IQ解调架构对应的时钟和本振频点得到较大改善。
3. 开发了基于EPICS IOC控制FPGA生成振荡信号的接口，其可通过上位机界面控制零模振荡信号的功率、频率及我们后续反馈的阻尼率和环路延迟。韦老师提出是否能够添加其余模式的抑制效果。
4. 调研了联锁系统方案，例如：主控单元横河PLC的慢信号采集系统、FPGA和低电平实现的射频信号采集系统。唐老师提出现行使用方案与将来实际使用的区别。
5. 设计了一套联锁系统方案，其中包含数据采集系统、慢连锁保护系统、快连锁保护系统、EPICS开发与上层控制。
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